
概要

立体声&单声道典型应用图
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供电5~13V,内置升压模块,2x30W立体声&45W单声道R类音频功率放大器
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小于0.2V: 功放模块芯片关断

0.3~1.8V: 功放模块扩频模式开启

大于1.8V: 功放模块扩频模式关闭
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